Title (en)
Process for the firmly adhering metallisation of an enamel.

Title (de)
Verfahren zur haftfesten Metallisierung von Emails.

Title (fr)
Procédé de métallisation adhérente d'émail.

Publication
EP 0307585 A2 19890322 (DE)

Application
EP 88111820 A 19880722

Priority
DE 3731167 A 19870914

Abstract (en)
A process wherein the enamel surface is first roughened and simultaneously or subsequently treated with ultrasound, the surface is then conditioned
by means of a wetting agent, subsequently activated and then chemically metallised.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur haftfesten Metallisierung von Emails, dadurch gekennzeichnet, daB3 die Emailoberflache zunéchst aufgerauht
wird, wobei gleichzeitig mit der Aufrauhung oder darauffolgend eine Ultraschallbehandlung erfolgt, worauf die Oberflache mittels eines Netzmittels
kondiitoniert, anschlieBend aktiviert und dann chemisch metallisiert wird.
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